
JP 2021-502846 A5 2021.12.16

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】令和3年12月16日(2021.12.16)

【公表番号】特表2021-502846(P2021-502846A)
【公表日】令和3年2月4日(2021.2.4)
【年通号数】公開・登録公報2021-005
【出願番号】特願2020-526267(P2020-526267)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｂ   8/00     (2006.01)
   Ｈ０４Ｒ   3/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｂ    8/00     　　　　
   Ｈ０４Ｒ    3/00     ３３０　

【手続補正書】
【提出日】令和3年11月5日(2021.11.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波デバイスであって、
　信号を超音波トランスデューサに提供するように構成されたパルサと、音響信号を受信
することに応答して前記超音波トランスデューサにより生成された信号を処理するように
構成された集積アナログ処理受信回路と、前記集積アナログ処理受信回路により提供され
る信号をデジタル化するように構成されたアナログデジタル変換器（ＡＤＣ）と、シリア
ルデジタライズド（ＳＥＲＤＥＳ）送信回路とを備える第１の特定用途向け集積回路（Ａ
ＳＩＣ）であって、前記第１のＡＳＩＣは、前記ＡＤＣと前記ＳＥＲＤＥＳとの間の集積
デジタル処理回路を電気的に欠いている、第１の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）と、
　ＳＥＲＤＥＳ受信回路と、前記ＳＥＲＤＥＳ受信回路により提供される信号をデジタル
処理するように構成されている集積デジタル処理回路とを備える第２のＡＳＩＣと、
　前記第１のＡＳＩＣの前記ＳＥＲＤＥＳ送信回路と前記第２のＡＳＩＣの前記ＳＥＲＤ
ＥＳ受信回路とを結合するＳＥＲＤＥＳ通信リンクと、
　を備える超音波デバイス。
【請求項２】
　請求項１に記載の超音波デバイスであって、前記ＳＥＲＤＥＳ通信リンクは、シリコン
貫通ビア（ＴＳＶ）を備える、超音波デバイス。
【請求項３】
　請求項１に記載の超音波デバイスであって、前記第１のＡＳＩＣは、第１のテクノロジ
ーノードで実装され、前記第２のＡＳＩＣは、第２のテクノロジーノードで実装され、前
記第１のテクノロジーノードは、前記第２のテクノロジーノードとは異なる、超音波デバ
イス。
【請求項４】
　請求項３に記載の超音波デバイスであって、前記第２のテクノロジーノードは、前記第
１のテクノロジーノードよりも小さなテクノロジーノードである、超音波デバイス。
【請求項５】
　請求項３に記載の超音波デバイスであって、前記第１のテクノロジーノードは、６５ｎ
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ｍ、８０ｎｍ、９０ｎｍ、１１０ｎｍ、１３０ｎｍ、１５０ｎｍ、１８０ｎｍ、２２０ｎ
ｍ、２４０ｎｍ、２５０ｎｍ、２８０ｎｍ、３５０ｎｍ、または５００ｎｍである、超音
波デバイス。
【請求項６】
　請求項３に記載の超音波デバイスであって、前記第２のテクノロジーノードは、９０ｎ
ｍ、８０ｎｍ、６５ｎｍ、５５ｎｍ、４５ｎｍ、４０ｎｍ、３２ｎｍ、２８ｎｍ、２２ｎ
ｍ、２０ｎｍ、１６ｎｍ、１４ｎｍ、１０ｎｍ、７ｎｍ、５ｎｍ、または３ｎｍである、
超音波デバイス。
【請求項７】
　請求項１に記載の超音波デバイスであって、前記集積デジタル処理回路は、約０．４５
～０．９ボルトの範囲の動作電圧で動作するように構成されている、超音波デバイス。
【請求項８】
　請求項１に記載の超音波デバイスであって、前記集積デジタル処理回路は、約１～１．
８ボルトの範囲の動作電圧で動作するように構成されている、超音波デバイス。
【請求項９】
　請求項１に記載の超音波デバイスであって、前記ＳＥＲＤＥＳ通信リンクは、並列で動
作する複数のＳＥＲＤＥＳ通信リンクの第１のＳＥＲＤＥＳ通信リンクである、超音波デ
バイス。
【請求項１０】
　請求項１に記載の超音波デバイスであって、前記アナログデジタル変換器（ＡＤＣ）は
、複数のＡＤＣの一つであり、前記ＳＥＲＤＥＳ送信回路は、前記複数のＡＤＣからマル
チプレックス式でデータを受信するように構成されている、超音波デバイス。
【請求項１１】
　請求項１に記載の超音波デバイスであって、前記第１のＡＳＩＣの前記ＡＳＩＣは、前
記第１のＡＳＩＣの前記集積アナログ処理受信回路と前記ＳＥＲＤＥＳ送信回路との間に
電気的に配置されている、超音波デバイス。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の超音波デバイスであって、印刷回路基板（ＰＣＢ）を更に備え、
　前記ＳＥＲＤＥＳ通信リンクは、前記ＰＣＢのトレースを含み、
　前記第２のＡＳＩＣの前記ＳＥＲＤＥＳ受信回路は、前記ＰＣＢの前記トレースと前記
第２のＡＳＩＣの前記集積デジタル処理回路との間に配置されている、超音波デバイス。
【請求項１３】
　請求項１に記載の超音波デバイスであって、印刷回路基板（ＰＣＢ）を更に備え、
　前記ＳＥＲＤＥＳ通信リンクは、前記ＰＣＢのトレースを含み、
　前記第２のＡＳＩＣの前記ＳＥＲＤＥＳ受信回路は、前記ＰＣＢの前記トレースと前記
第２のＡＳＩＣの前記集積デジタル処理回路との間に配置されている、超音波デバイス。
【請求項１４】
　請求項１に記載の超音波デバイスであって、印刷回路基板（ＰＣＢ）を更に備え、前記
第１のＡＳＩＣ及び前記第２のＡＳＩＣは、両方とも、前記ＰＣＢに結合されている、超
音波デバイス。
【請求項１５】
　請求項１に記載の超音波デバイスであって、複数の超音波トランスデューサを備えるデ
バイスを更に備え、
　前記第１のＡＳＩＣの前記パルサは、複数のパルスをそれぞれの前記複数の超音波トラ
ンスデューサのそれぞれの超音波トランスデューサに供給するように構成されており、
　前記複数の超音波トランスデューサは、前記複数のパルスを受信することに応答して音
響信号を生成するように構成されている、超音波デバイス。
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